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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Induktives Bauelement in 
CMp-Multilayer-Technologie. 

Bei den Stromversorgungen gibt es einen Leistungs- s 
bereich von 1 bis 10 W, in dem in der moderne HF-Lei- 
tungstechnik (Schaltfrequenz > 500 kHz) die ublichen 
Standard- Wickelinduktivitaten aber auch Planarinduk- 
tivitaten aufgrund der erforderlichen kleinen Baufor- 
men nur mit Schwierigkeiten einsetzbar sind. io 

Unterhaib des genannten Bereichs, das heiBt < 1 W, 
gibt es bereits sogenannte Chip-Mulilayer-Induktivita- 
ten auf der Basis von NaBstapeltechnik, wahrend im 
Bereich > 10 W Standard- Wickei- und Planar-lnduktivi- 
taten zum Einsatz kommen. is 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein induk- 
tives Bauelement anzugeben, das auch im Bereich 1 bis 
10 W wirtschaftlich einsetzbar ist 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch geldst, 
daB es aus Gbereinander angeordneten, gesinterten Fer- 20 
ritfolicn bcsieht zwischen denen Leiterbahnstrukturen 
angeordnet sind. 

Durch diese Verschachtelung von Wicklung und ma- 
gnetischem Kernmaterial wird das mechanische Design 
nicht mehr von den Kemtoieranzen beeinfluBt 25 

Vorteilhafte Ausgestaltungen des Gegenstandes der 
Erfindung sind in den Unteranspruchen angefuhrt. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand von Ausfuh- 
rungsbeispielen erlautert 

In der dazugehorenden Zeichnung mit einer einzigen 30 
Figur ist ein Transformator 1 in Chip-Multilayer-Tech- 
nologie dargestellt, der aus ubereinandergestapelten 
Ferritf olien 2 (zum Beispiel mit einer Dicke von 300 jim) 
auf der Basis von gesinterteva Ferritgranuiat besteht 

Zwischen den Folien 2 sind Leiterbahnstrukturen 3 35 
angeordnet, die direkt auf die Folien 2 aufgedruckt sind. 

Anstelle der direkten Anbringung konnen die Leiter- 
bahnen aber auch auf andere flexible Kunststofftrager 
aufgebracht werden, die dann zwischen den Folien 2 im 
Stapel plaziert werden. 40 

Die einzelnen Leiterbahnstrukturen 3 sind, soweit er- 
forderlich, mitteis Durchkontaktierungen 4 miteinander 
verbunden. 

Die einzelnen Folien 2 werden vorzugsweise durch 
eine verkiebende Verpressimg zxisammengefugt und in 45 
ein in der Figur nicht dargestelltes GehSuse eingebaut, 
so daB ein fur alle Ldtverfahren geeignetes Chip-Bau- 
elemententsteht 

Im Gegensatz zum Gegenstand der Erfindung wer- 
den bei den bekannten Chip-Multilayer-Herstelltechno- 50 
logien entweder Ferrit- oder Leiterbahnpasten ineinan- 
dergedruckt oder es werden "grime*, das heiBt nicht 
gesinterte, Ferritplatten bedruckt 

Alle diese Stapel mussen jedoch noch gesintert wer- 
den, wahrend beim Gegenstand gemaB der Erfindung 55 
nur ein verkiebende Verpressung des Stapels erforder- 
lich ist, da bereits gesinterte Ferritfolien verarbeitet 
werdea 

Induktive Bauelemente nach der oben geschilderten 
Technologie sind neben dem im Ausfuhrungsbeispiel 60 
geschilderten Transformator beispielsweise auch Dros- 
seln und Obertrager. 
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besteht zwischen denen Leiterbahnstrukturen (3) 
angeordnet sind 

2. Induktives Bauelement nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Leiterbahnstruktu- 
ren (3) direkt auf den Folien (2) angeordnet sincL 

3. Induktives Bauelement nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Leiterbahnstrukturen (3) 
auf flexible, zwischen den Folien (2) angeordneten 
Kunststoff tragern aufgebracht sind. 

4. Induktives Bauelement nach einem der Anspru- 
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Leiter- 
bahnstrukturen (3) fiber Durchkontaktierungen (4) 
miteinander verbunden sind. 

5. Induktives Bauelement nach einem der Anspru- 
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Folien 
(2) miteinander verklebt sind. 

6. Induktives Bauelement nach einem der Ansprfi- 
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB es in ein 
Gehause eingebaut ist. 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 



Patentanspruche 

1. Induktives Bauelement in Chip-Multilayer-Tech- 
nologie, dadurch gekennzeichnet, daB es aus iiber- 
einander angeordneten, gesinterten Ferritfolien (2) 
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